¢y



)

€)

4)



€y



&)






@



€Y)

@



)



@

b

I+

@

I+



)

@)

- 10 -



-11 -



®3)

-12 -



€y

@

@

- 13 -



@

)

)

@

)

@

- 14 -



@

- 15 -



&)
@

@

@

@

- 16 -



)

-17 -



®3)

4)

- 18 -



®)

¢y

)

-19 -



€)

(4)

€y

-20 -



)

€)

-21 -



4)

®)

(6)

(4)

- 22 -



€y

&)

€y

-23 -



The 5th Decennial International Conference on
Solidification Processing
Solidification

characteristics of lead-free solder Sn-0.7Cu-0.06Ni

@

©)

(4)

- 24 -



®)

€y

)

D
)

- 25 -



@

&)

€)

€Y
@

4)

- 26 -



@

)

- 27 -



&)

@)

)

@)

- 28 -



@

@

-29 -



)

@)

-30 -



HMQ

-31 -



@

@

@

@)

)

-32 -



@

)

-33 -

@ O



@

@

@

)

@ O O

)

€

-34 -



)
(@)
Sn-0.7Cu
Ni
CueSns Ni

o (=A S+/R)

Ni 400ppm  800ppm

CuesSns

CusSns o

CusSns

- 35 -

)

1.7

@

CueSns



(b)

Ni
(b) 2006 6
2006 6 Ni  Cu
Ni_ Cu CubSn5
Ni CubsSn5
2006 12 2006 6
2006 12 Sn-Cu-Ni Sn-09Cu
Sn-Cu Sn-07Cu  Ni
Ni
Sn-07Cu Ni 500-600ppm
Ni

CuéSn5  (Cu,Ni)6Sn5

- 36 -



(Cu,Ni)6Sn5

(Cu,Ni)6Sn5
Sn-07Cu
Ni  (Cu,Ni)6Sn5
Sn-Cu-Ni
Ni Sn-Cu-Ni

0.06Ni

0.06Ni
Sn-Cu-Ni
2006 6
@

- 37 -

Ni

500-600ppmNi

(Cu,N1)6Sn5

CubSn5

Fig.6



- 38 -



@ O)

(4)

-39 -



- 40 -



